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Umisténi ochrannych obvodu na substratu nad polovodiGovym
spinaéem a nevykonovymi obvody — horni pohled.
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Vykonovy modul pro polovodiovy jisti¢
obsahuje chladi¢ (1) z dielektrického materialu
s tepelnou vodivosti vys$si nez 20 W/m/K, ktery
je na svém povrchu opatfen vykonovym
elektricky vodivym motivem (3). Na vykonovém
elektricky vodivém motivu (3) je ulozen a
vykonovym elektricky vodivym spojem (2)
pfipojen obousmérny polovodi¢ovy spinac (5).
Elektricky vodivy motiv (3) je propojen s
pomocnymi dielektrickymi substraty (9), na
nichz jsou umistény nevykonové elektricky
vodivé motivy (18) nevykonové obvody (7).
Alesponi chladi¢ (1), polovodiGovy spinac (5),
9)

spole¢né

pomocné  dielektrické  substraty

(7)

obsazeny v monolitické vicevrstvé strukture,

a
nevykonové obvody jsou
jejiz prvky jsou spojeny celymi svymi styénymi
plochami. Chladi¢ (1) mGze byt mechanicky a
teplovodivé spojen s pomocnym chladi¢em
(14) z elektricky vodivého materialu s tepelnou
vodivosti vyssi nez 180 W/m/K. Spojeni je
(20)
roztaznosti

provedeno  kontaktni  vrstvou pro

kompenzaci rozdilné tepelné

chladice (1) a pomocného chladice (14)..
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Poznamky:
HLAVNI OBOR:

V pripadé jiného oboru
vybirejte zde (€. 2+ &. 3):

https://www.rvvi.cz/dokumenty/

Prevodnik_oboru_Frascati_v2.

pdf
nebo zde:

https://www.vyzkum.cz/FrontClI

anek.aspx?idsekce=799796&a

d=1&attid=847691

MOZNE KOMBINACE
RN1 a RN2:

1) Pokud RN1 = A nebo P, pak
RN2 = A nebo N nebo Z

2) Pokud RN1 = N, pak

RN2 = N nebo prazdné

Tato strana se pouzije pouze v pripadé, Ze neprovadite zapis do OBD sami.

NAZEV V ANGLICTINE:

ABSTRAKT V CESTINE:

Vykonovy modul pro polovodicovy jisti¢ obsahuje chladi¢ (1) z dielektrického
materialu s tepelnou vodivosti vy3si nez 20 W/m/K, ktery je na povrchu opatien
elektricky vodivym motivem (3). Na elektricky vodivém motivu (3) je ulozen a
pfipojen elektricky vodivym spojem (2) obousmérny polovodicovy spinac (5).
Elektricky vodivy motiv (3) je propojen s pomocnymi dielektrickymi substraty (9),
na nichZ jsou umistény elektricky vodivé motivy (18) pro nevykonové obvody (7).
Chladic (1), polovodicovy spinac (5), pomocné dielektrické substraty (9) a
nevykonové obvody (7) jsou spole¢né obsazeny v monolitické vicevrstvé strukture,
jejiz prvky jsou spojeny celymi svymi styénymi plochami. Chladi¢ (1) mGze byt
mechanicky a teplovodivé spojen s pomocnym chladi¢em (14) z elektricky
vodivého materialu s tepelnou vodivosti vy$si nez 180 W/m/K. Spojeni je
provedeno kontaktni vrstvou (20) pro kompenzaci rozdilné tepelné roztaznosti
chladice (1) a pomocného chladice (14).

ABSTRAKT V ANGLICTINE:

KLICOVA SLOVA vV CESTINE: Polovodicovy jisti¢, keramicky substrat,

obousmérny polovodiCovy spina¢, Monoliticka vicevrstva struktura

KLICOVA SLOVA V ANGLICTINE: Semiconductor circuit breaker, ceramic

substrate, bidirectional semiconductor switch, Monolithic multilayer structure

NAZEV VLASTNIKA VYSLEDKU:
Zapadodeska univerzita v Plzni (IC: 49777513).

HLAVNI OBOR DLE RIV:
2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering - Electrical and electronic

engineering

KOD DOVERNOSTI:

S - Nepodléha ochrané

DRUH VYUZITI PATENTU JINYM SUBJEKTEM (RN1):

A — k vyuziti vysledku jinym subjektem je vzdy nutné nabyti licence

POZADAVEK NA LICENCNI POPLATEK (RN2):

A - ano

zPOSOB VYUZITI PATENTU:

pouze udéleny (nevyuzivany) patent, zapsany patent nebo patent uzivany jen vlastnikem
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